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개발 목적 → 차세대 반도체 패키징에 요구되는 실리콘칩(무기질) 수준의 낮은 CTE 및 고내열 특성을 갖는 에폭시 기판 소재 개발

개발 내용 → 무기물 수준의 우수한 특성을 갖는 에폭시 기판 복합소재 개발

→ PKG 기판 제조에 필요한 핵심 소재 에폭시의 설계 및 합성 

→ 유리섬유와의 복합화를 통해 저열팽창/고내열 에폭시 기판 개발

기대 효과 → 기판 소재의 열팽창 특성 CTE = 2~3 ppm/℃으로 세계 최고 수준의 일본 스미토모베이크라이트사의 상용화前 연구 

 단계 수준인 CTE = 4~6ppm/℃ 보다 우수 

→ 전자 부품 및 태양전지의 전극, 전도성 페이시트, 전자부품 접착제, 페인트, 엔지니어 복합소재 등 광범위한 산업분야 

 에 적용 가능

→ 수요 기업과의 연계를 통해 차세대 패키징산업 분야 글로벌 시장 선도 진출 기대

→ 현재 전량수입 중인 High-End 반도체 패키징용 기판소재 수입대체

현재 사용되고 있는 반도체 패키징 소재인 에폭시 레진은 CTE(열팽창계수)가 높아 반도체 패

키징 공정에서 크랙이나 휨이 발생할 수 있어 3D 적층 차세대 반도체 제조공정에는 적합하지 

않다. 이에 생기원은 지난 2010년부터 연구개발에 착수, 기존 수입 제품과 차별화된 화학구조

를 바탕으로 실리콘칩 수준의 우수한 열팽창특성 및 내열성을 가진 ‘Ultra-low 에폭시’ 소재를 

개발하는 데 성공했다. 

Ultra-low 에폭시는 차세대 고기능 반도체 제조를 위한 원천기술로, 세계 최고 수준을 자랑하

는 일본 제품보다 소재 특성이 더 뛰어나다. 이를 통해 차세대 반도체 패키징 분야 선점은 물

론 스마트폰 등 초소형 고기능 모바일 기기 제조를 선도하는 핵심 원천기술을 확보할 수 있을 

것으로 전망된다.  

 차세대 패키징 산업 선도할

반도체 기판소재(에폭시 레진) 
원천기술 개발
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